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trodeposited copper | ayer 16. In Fig. 2 carriéer 10 ST-240 plating bath

obt@(h,qgﬂ 4f rom Cutech. The has been etchedi) Rchisy ﬁ}gp %8%%% ﬁg[@"@ and
ind

Cutech-bath contains 155.9 - 187.08 g/[er

‘subs e%xs lae@&emleaacﬁﬂ aVigkdngl9kd 3 ozs nacnerge ot @iB3en AbitdhiaineANSh) iohe
op&hdir #theCuidch @h exaBily as described in Schicht (18) aus Gold oder Zinn oder Louniltel

at Exafgie BoAM6St adtdl Gelamindlion BitRe &dppatn 1N Cut a@fbbraom wirdvention will be further
i | i@ thelkapbnings bivserved.55 HL- 16 30% by wei ght in water was perforned for
foll owi ng exanpl es. 2. Das Verfahren doh Aasputies,. NO
delGaimmat i on or undercutting of the coppedadurchgeketvesittaet da8 was obser ved.
Exanple 1: 4 7 EP 0 2] 8uf%sie7CHaimschicht (14) unter Vakuurmnbedin- 8
Exé Adnathod of manufacturing a carrier compris- 70 gungen sine Schicht ayel jqupfdn |apigedenwtier aus
" Kupf ei"g (the; steps 19k poYiding %2m°"§‘ii‘ayr%u gen: undirdheyr e galvappobp Abseheidungcdary as
Exa P 'V"“'de s“bs"a(:c(‘r? o %H?Géauf di esBypie 'P'@r‘%?ﬁ?éqtr (20) eine and

S descrlce
oder q‘fi 'd?)a'esdg:’?_ f"i’eﬁ gla ?pe 3. A%of q(
COppeerised @lg ':”g]c erVYlll{) avn Qm t%e Kag (-

Ver f a

I cht 418) aus &old
‘on of the

'??P'%l
geKen
rva begingdngen aungé?ampne

dad £ﬂfaersclalcht m Schichtdicke_von elwa 100
a urg ’lﬂ&ﬁ“ﬁ ers hm er Chr ONR&amGeas ) AhgbtEh-ENRSIATRGAI T -
1A %é&ﬁer%ye%ﬁ%@ﬁhh&rb@ga@mcar rier cogggl s- gungen ei ne Schi cht

aue Ketippét'bears @@%@‘éb@e&uehﬁ%léﬂh@as'[ gps of providi ng a dinmensionally sta-
Wi rd, lajaVedrgofti er gflov abldecie) eMsabei dung. dess DérRn@® Inddnndisken aebAtspatie: 12)
vacuumaduem;u t- Kupferschicht (16) sgBolgt. ing a layer of netallic
chrom um (14) on said polylmde and el ect daithep gskoiirizéichnet, datyer of cop- 3.
Dag. Vametiodeas claoéd Anggmucin Rhiciper- (16) odie gaivaischautgabrachtd Buptsrsclidid X 16)

char aleyer of Bopperjiadiacushe depksitach pelsgitinees daf bind Sqhichididkelpn etwa 28 Milgomnalemaliay er
(14) ¢reomiymy layer (14) priogto a?w!e?'eor/akuunbedv'ﬂgungen auf gecl anpfte thickness
of 5 ¥osemnsitionefsaid coreer mmo(ifl 500 _ f erschi cht el ne Schi chtdi cke
von etwa 100 Ariﬁtroms and by the f ut h%‘l‘s rialyen gachclinem Ag Anspriisionbet er

(130 ity Q?F%ﬁ'? thifesia “sa'.._ sald 'E)er | ayer to forma desi red
pat deposit er | Eq%é
Iayer gstf"at ?ﬁ"ﬂm%“fe &ne r18) on s chie "ng'gu b\ ghr " ”"leh e| nem

uumbedmgungen a auplflaé’i‘
der Ans riicho | beans (20) des’ Polylmld Substraéﬁsa (12) aulﬂedamf)ﬂ b 3,

daqurﬁhn%heﬁnégh D Crai Ay, et hod n
di e o@lidnedaies S84 '@a&"bgrela R; ¥l Sghi € htafuL jekér@lromht @aﬁvaﬁ&:ﬁ Re&ind lﬁlpyacuum

deposygs @GhickAess 3t sboutZB micrométieBe SChi cht di Cenic@Pakol@crd wird! kr omet er auf -
chromum |ayer (14) prior to said elec- . wei st. trodeposition of

sabd KaRMod ab ayiied (nl By précedibiSlaier f ahr mavdharludisnem der Anspilichio | S. A
méthad waish g lagérroe chetaliic cranhiam & vapsur Whi ch sai d bis 4, vacuum deposited
coppedepbsitydbon baxb side tohsalkpolyir@ife sub-  eladur CProgigi de fabripiailin v sughab, doeedganof
aboutst2@0(12)arsotet fagey ¢f1GPPer Alm galacr - a foumirne sBbdralcért pelirgiderde alimdanschem
Chr ontjodepesitedron @aah)of said chromium layers. sions stables (12), & déposer sous vide une
Vakuunbedl ngungen auf beiden Hauptfldcli efpuehesde Fluspryé mépligum i arreledit (12)
auf’ q‘! A nethod as clained in cI atofimider 3o fépgser; glectrolytiquement g

F V\rgl ﬁ?hr@.ﬁrgrl'nd e'_{?ect r odep03| t?e{g copfier h:;h: q@‘}“""%@") suy \ad'e a&r":y;,';
Ch 0 KLI P- has Mn .
mcr 'gl‘%"s'm@egg"d aug?fﬁ'i"@ht auf geb‘f"ﬁéjﬁ'ss W g,‘,& §l cl ai med

stFa é%é bereitggstelit wir ensuntel che e ClllVIO mn
in a o]y%l - %11 uumbedl '§(|€ndl cat f O&Sforﬁé %gu irt cle a ell

et al et Q1 itgd on & alﬁ' N m.%lsub-
1ol rﬁ‘i@@ﬁg@ ﬁe :ﬂa%.eéé;%mc i Suppor i ety gk @a%éta.ﬁrwaéeué' ¢lia and

| ayer(ug galvaMRR TeireSSERICRC(16) aus Kupfer & OUT NI &\ 4Bkt ibRRo)EN POl yi m de

cl i meRigebrbdh@dpOsi ted on each of said chrom umlayers. si ons st abI es
(12) ,daduréiigimedikoichastsdadi de fine couche de mbdsadeeidibl dévehdidaton( 1l AhnsSeguel 0di t
die Chromschicht (14) eine Schichtdicke von 5 &5 on dépose sous vide une couche de cuivre sur
bis 50 Nanometer (50 bis 500 Angstr&m-Ein- ladite couche de chrome (14) avant ledit dépot
heiten) aufweist; : électrolytique de ladite couche de cuivre (16).

die Kupferschicht (16) geatzt wird, um ein ge-



Rat ent anspr.Uche ' : pol yi m de, A deposer
6l ectrol ytiquei .nelil ilne 45 Couche de cuivre (16) sur ladite coui;
boi /:ile 1. Ein Verfahren zur I—%é}ﬁ%\%@% ei nes Tragers, chrome
(14), la couche de Throne (14) ei n di mensi on®best Andi ges
Polyi md- - - une 6pai sseur de 5 a 50 nm (50 a 500 A). et a Substrat
{12) gl 4 gestellt wird, auf diesem wﬁﬂ%&ﬁt&dq}iusﬁf‘%&étﬁ;p\‘eﬁ-ﬂénfeﬁ:aﬁﬁhwhe
de CUI'V'I'E' afrin Polyim d Substrat unter V@d@pﬂ,m shamagen
forner gafple il PlepdfRa i dxbetifl &is HBEm@é ees de el RenfogbiaCalt dibsbfl )Leifbksanrivh t2u) le.hachem
Chr osfdattéated wild CutedhLiin\bkattly 26described @ @ d6POS Gehidht @8)4ud Gyiti iott Ainhi@aér 1@t t
W 1 dExartipid 32Akmoél tataleklaflnstoNBLiid Cdpber 5 aufgebracwa@ie d' or ou d' 6tain ou de
Soudfusne the K8ptor( iaé)obgeled.ani sch ei ne Schicht (16) aus Kupfer sur
| esdites barrettes(20). aufgebracht w rd® Oad\arfelergekieArspecichnet, daB
2. Peelmede selon | a revendication 1, dans Helguebgeldirgeiginetodechi cht (14) eine
chi chtdi cke von 5 55 on depose sous vi e dem@raesgti¢ht (Ideuntan Vohuemiaadin- bi s
- Nandhieetbed ¢igrpnypAuring@ camigs eI mrs-Ei e gungen eipg §rhicht aysyitupier @woedamelhe
(14) avngthe pteps qf p&pgggta mn§|@qyy #f wei st ; wird, bevor die galvanische Abscheidung der
el ectrcﬁ\%’?‘}f jdo subsyalg, (1P}, VROUYIR 98PO8IE cui vr e t‘i’%ﬁ’s"h‘ﬂhté‘ekﬂfﬂgérschl cht (16)

romlum (#4) on said
geat 2t e and elec rod osntmg a layer of cop- 3. Das \Ferfahren nach ns ! % ht es Must er

: .aus KUFﬁQQEd ﬁ ald %‘o%ﬁmm la g4) chgﬁcﬁzeugen dad rch. gekennzeichnet, Egda%xﬁle(:t y
as Exa ![i(}), nano auf di e§ ﬁ.bﬂit% ﬁﬁudé% n lev 5

treate efur{P.e BJé{ h% deSC“ bﬂ ante
oder leggc fla}é?td“ﬂihﬁ T | MOS{e; tota de am nat 1 on of

CQPPEr coppar bekkhk p .agabse%ernﬁy p|§tr,,9g1 t lg@ Kapt on was observed. 2. Das
Ver f ahngyer 6RG8d AP IAT 4 Cdiddr (18} Bh NSkid 4. Das Verfahren nach einem der Anspriiche 1
dadur chvege@onzei chnet, daB auf der Chronsgbscht (14) unter Vakuunbedi n-

1. A nmethod of manufacturi Nng a carrier conpediush gekdfhzeichngtlidkgen ei ne Schi cht
. aus Xup¥ ewthard by elieepiit cleimg1 thehiet eps of pr diwigalvanigcheaufebrectes Kupédsclyicis | &)

Wi rd, Heyeroof adpper jravagaum derlosited\os shidi demng deeindoBabiciidickel von eiwa 26 Mikraneter adfl12) |
vacuumctre'pbsil tlayer (14) wiignf tor seihi ele- (16) erweistgt . ing a |ayer of netallic
-chr oni Weelepasiion efsaidigoppeployeyiit¥-de and el ectrodepositing a | ayer of cop- 3.
Das Verfahren nach Anspr uch 2, per (16) SonPasayesfarpp geahusiRemygerAnsariighe |
char¥ic A methpd a3 .olimedin elaipcy i 'cé'ﬁﬁ‘%t daR t'@?l‘sed by the chrom um | ayer (14)

vacuum deposi op)|
ggvhgg;ﬁ 1 §f gboyt 4 kgifg‘ﬂ‘g’g'ﬁffs (\?ggé A"gﬂkupferschz%% EE ess th 5 Ho
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dike/ galinaidhaadyetsfingpednic afrbhamienbsi schi chl (16) | ayer of copper is vacuum
deposi demsied op aach siddtof said pélywaidSelb- C hiodi dk eProatidé a4 tabrication \dtuki rsappeit.eonsistait

chr om state |(tR) cand(d 4dyepef ogppbroisselecel el ec- & fournir un subgireisén pdiyiroide ge slimenon  of
sai d cbpyeeesitéchgneract{ diGid cliomiDmday®fer f ahr en nsiah stebleefi2)iey dénosgrsdeshedd u® A
method as claimed in claim2, in which sai®uche de ciyprme métajligen; (it depledi t ed
copistentansprlicktys g t hi ck- 30 dadur ch M@?ﬁaz"eﬁ?ﬂ?ﬁté‘%ﬁ%{ﬂqu‘ﬂ@%“'@f
about 100 nanorretres (1000 Angstr- 4 coaghg edoseuivre: I46) Svrsladiter contliesdehem

Chr O erstellung eines Trégers, chrome (14), la couche de chrome (14) ayant

es fligf flichen ‘ﬂ'éépﬁ?? i sg @dﬁ%@ﬁ %A)
au O te. couche de culwe a
an geggg%nd-Sug Ie(q nI gsg din cl ag Hr]? Ie r au d iré .de barrettes cYéﬁ'
und Wh% S ‘?éh etg &R&éb g gppp&r lay&l pm r é le%g iquement
Chr ons Mﬁ”éu?‘& dr o nﬁ@m P- has aun dure (18)
E vamsch eme Schicht @6 fer @ rreqli{s as clai ned

mcro
i n anyagédgg@ﬂlmg clarm Revendl cat I ons | n Whl ch ﬁ ayer of metallic
Chr oM Wuich gil@RRbiEnrdCBMsi t ed on each side mceaaedorpnelrévbm.déﬁmsulaans 6ddel 1.

Pr o e dGie GhromBeManC @) oie S2hithidickd RHIDS T , 55CONSi gitddPdse sous vide une couche de cuivre sur
bis 50 Nanometer {60 bis 500 Angstrom-Em- ladite couche de chrome (14) avant ledit dépdt
heiten) aufweist; électralytique de ladite couche de cuivre (16).

die Kupferschlcht (18) geidtzt wird, um ein ge-

(3}

. * C L M S *



'strate (12), and a |l ayer of copper' |sx el ec- a fournir un substrat en
pol yi m de de di rnen- trodeposited on each of said chrom um | ayers.

sions stables (12 & ddposer ne couche de chrome nttallique

- (14) sur ledit Pa%ent anspr Uche EIQU%Q/EQFBV fo

pol yi m de, a deposer 6l ectrol ytiquernent une 45 couche de cuivre (16)

surg, | pgida6 sein latBRnE&tdn 2, Hals Mquef ahren zur Herstellung eines Tr~gers, :
chr onggife1éouche! do @gughjgp@ge Ghisovds (14) ayanl wobel ein dinensi onsbest andi ges

- Pol yi pdssbde une épaisseudN@erfPell 36€@WM de 5 a 50 nm (50 A 500 A), et a Substrat

(12) Qegodh)t gestellt wird, auf diesem corroder ensuite |ladite couche de
cuivre, afin Polyimd- Substrat unt es Vakuunbedi ngungen de fornmer
| e 4 eRrocédé déan In devarelichitonric bes, ddas ei ne Schicht (14) aus netal lischem Chrom .
auf - le@mw! ladits cquehe( &0 pyivie 183 damﬂéqooser el ectrol yti quenent gedanpft wird, und
auf clestrelytiodmenhspdssht une épaisseutine couche d' or ou d' 6tain ou de soudure
(18) d'awhon@gitpani sch el ne Schicht (16) aus Kupfer sur lesdites
b‘érrettes 20) auf ebracht wi rd, ddfurch gekennzei chnet, daB

2. SprRyeesde s ?Sl'ﬁ‘ﬁqu qnwe#?aurqya'ﬁcan 1, dans | equel die Chromschicht (14) eine

Schl ct %Ilp elig$ dgns legu '°6r‘ij sous vide une couche de cuivre sur bis
Nayt efé’ g’“ °d° QéﬁnEl n- | adite couche de chrome (14)

avant r E ne couche j st . . ' .

el ect g e gm ‘%%8}‘! ed de cw vre (16) di e Kupferschicht (16)

geat z r(Werd um- el 9 EP 0 215

557 B 10 3 Pr oced6 seI on | a revendi cation 2, dans

| equel | adite couche de cuivre d~posde sous vide possede une 6pai sseur
d\epvi ron 100 nm (1000 A). 5 4. Prggedd solon la revendication 1, 2 ou 3,
dans | oquel |adite couche de cuivre (16) d6pos-~e electrolytiquenent possede
une epai sseur d' environ 25 arm 10 5. Proced6 sel on une quel conque des
revendi ca- tions precedentes, dans |equel on ddpose a |'Ntat vapeur une
couche de chrome m-tallique sur chaque face dudit substrat polyimde (12),
et on d6pose dl ectrol yti quenent unescouche 15 de cuivre sur chacune
desdites couches de chrone. 20 25 30 35 40 45 50 55
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